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Priifadapter fiir die Serienfertigung mit Hilfe eines
3D-Druckers erzeugen — das kénnte bisher giiltige
Vorstellungen beziiglich Kosten und Zeitaufwand fiir
Adapter tiber den Haufen werfen
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Zur embedded world in Niirnberg kommt Das PCB-EDA-Tool Designspark bleibt weiter- Advanced Packaging-Prozesse unterstiitzt
Schukat mit neuen Embedded-Losungen hin kostenlos — anders als die Pro-Version ASM mit zahlreichen Produkten
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Hochste
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Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100
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Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
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Besuchen Sie FlowCAD am Stand 4-120 auf der embedded
world 2020 in Niirnberg und lassen Sie sich zu Simulationen
beraten. Sei es nun hinsichtlich der Anschaffung eines Tools
oder einer Mietlizenz fiir die Dauer eines Projekts sowie
beziiglich Simulationen als Dienstleistung — FlowCAD bietet
effiziente Losungen fiir alle am Markt géngigen Tools.
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